
 
 
 
 

桥接技术 
 
FTDI Chip 专注于协助客户实现“桥接技术” 

我们的目标与愿景: 

立志成为无晶圆半导体行业举足轻重的角色 

 

• 以领先的科技与持续高效的商业盈利模式，提供可行的解决方案 

 

• 提供产品解决方案以缩短客户的开发与产品上市时间， 并藉由优良的技术支援，提升宏

观成本效益 

 

• 立志成为全球客户首选的 IC 解决方案伙伴 

 

• 提供精心设计的产品组合，以满足客户全球布局的管理需求 

 

• 开发出简单易用的软硬体，产品手册和应用支援服务，促进客户的产品开发进度 

 

• 持续设计发展新颖的 FTDI 芯片，协助客户快速整合至产品系统 

 

• 持续精进管理效益 

 

• 确保产品与服务，于承诺的时效内，精确的交付客户 

 

• 确保客户所收到的产品经过全面测试和良好的包装，并避免在运输过程中损坏 
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